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露笑科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：20200723
	投资者关系活动类别
	□特定对象调研      □分析师会议
□媒体采访          □业绩说明会
□新闻发布会        □路演活动
√现场参观	
□其他 

	参与单位名称及人员姓名
	广发证券 王昭光

	时间
	7月23日

	地点
	浙江省诸暨市

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书 李陈涛、财务总监 尤世喜

	投资者关系活动主要内容介绍
	

一、公司业务简介
公司主要从事漆包线、机电、蓝宝石、新能源汽车和光伏业务的生产、销售。2019年顺宇科技的光伏发电业务快速发展，传统产业稳健，但因化解能源汽车业务和光伏政策变动导致光伏电站EPC业务的历史包袱，2019年度公司实现微利，未来公司将更加健康的经营发展。

二、公司光伏业务情况
2019年公司完成重大资产重组，成功将顺宇洁能科技有限公司的优质电站发电业务并入上市公司。报告期内，顺宇洁能实现净利润220545941.06元，成为公司新的利润核心，未来公司将继续稳步推进光伏电站发电业务。

三、公司制造类业务情况
2019年公司漆包线、电机等传统制造业继续稳健发展，为规避中美贸易冲突带来的影响，并开拓东南亚市场。公司在国内企业中率先到同奈省仁泽县投资建设越南露通机电有限公司，生产串激电机、永磁直流电机、无刷电机等，就近满足百得电动工具、宝时得电动工具、苏泊尔电器等知名客户要求，谋求新的利润增长。

四、公司其他业务的剥离情况
报告期内，公司进行上海正昀新能源技术有限公司和江苏鼎阳绿能电力有限公司两家公司的资产处置，公司未来将更加聚焦于新能源产业和高端制造业，实现健康的持续发展。

五、公司碳化硅方面的布局情况

为满足公司持续发展的需要，以新技术、新产品发展公司战略新兴产业，公司在原有蓝宝石生产技术支持下成功研发出碳化硅长晶设备，公司拟将本次非公开发行股票募集资金主要用于投资生产碳化硅晶体材料和研发中心，公司将继续专注第三代半导体晶体产业，拓展碳化硅在5G GaN-on-SiC HEMT、SiC SBD、SiC MOSFET、SiC IGBT等元器件芯片方面的应用，生产4-6英寸半绝缘片以及4H晶体N型导电碳化硅衬底片及其他产品制品。

六、本次非公开发行项目的投资计划

本项目总投资69,456万元，拟使用募集资金65,000万元。本项目主要采用碳化硅升华法长晶工艺及SiC衬底加工工艺，购置4英寸高纯半绝缘晶体生长炉、6英寸导电晶体生长炉、多线切割机、抛光机等先进设备，生产产品为6英寸4-HN型碳化硅衬底片、4英寸4-H半绝缘型碳化硅衬底片。项目完成后，公司将形成年产8.8万片碳化硅衬底片的生产能力，产品具有尺寸大、更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更大的电子饱和度以及更高的抗辐射能力。



	附件清单（如有）
	无

	日期
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